
■光通信への技術転用が可能な保有技術 

■シチズン電子開発品（光通信用低背部品） 
【特徴】 
 

・VCSEL＆PD搭載パッケージ（各4ch） 
・低背部品（t=0.6mm）により、光導波路と組み合わせる事でモジュール薄型化に貢献 

【モジュールイメージ】 【製品寸法】 
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【モジュール断面】 
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用途案 プラスチックファイバー向けLED光源 
光通信用低背部品 可視光通信用高出力光源 
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【問い合わせ】シチズン電子株式会社 事業創生部 大森祐治 Email：ohmoriyuh@citizen.co.jp 


